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и с сохранением работоспособности. В статье рассмотрены 

современные методы декапсуляции полупроводниковых 
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полупроводниковых кристаллов и предъявляемые к нему 

требования, а также приведена информация о различных 

методах монтажа кристаллов.
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MICROPROCESSORS AND FPGAs МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПЛИС
V. Ezhov

REVIEW OF MICROCONTROLLERS 
FROM NIIET JSC AND PKK MILANDR JSC

The article presents an overview of microcontrollers produced by 

leading Russian companies developing integrated circuits – JSC NIIET 

and JSC PKK Milandr.

Keywords: microcontroller, processor core, RISC/RISC-V 

architecture, flash memory, RAM, EEPROM

84
В. Ежов

ОБЗОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ АО «НИИЭТ» 
И АО «ПКК МИЛАНДР»
В статье представлен обзор микроконтроллеров, выпускаемых 

ведущими российскими компаниями-разработчиками 

интегральных схем – АО «НИИЭТ» и АО «ПКК Миландр».

Ключевые слова: микроконтроллер, процессорное ядро, 

архитектура RISC/RISC-V, флеш-память, ОЗУ, EEPROM

D. Chizhikov

NAVIGATION DESIGNS OF STC MODULE JSC: 
DEVELOPMENT PROSPECTS

The article presents a family of navigation modules developed 

by STC Module JSC. The series features a universal design 

ensuring the interchangeability of single-frequency, dual-frequency 

and triple-frequency modules without changing the printed circuit 

board topology. The prospects for the development of production 

of this equipment are considered.

Keywords: navigation module, surface mount, 

signal processor, form factor

94
Д. Чижиков

НАВИГАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ АО НТЦ «МОДУЛЬ»: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Представлено семейство навигационных модулей, 

разработанных АО НТЦ «Модуль». Данная серия отличается 

универсальной конструкцией, обеспечивающей 

взаимозаменяемость одночастотных, двухчастотных 

и трехчастотных модулей без изменения топологии платы. 

Рассмотрены перспективы развития производства данного 

оборудования.

Ключевые слова: навигационный модуль, поверхностный 

монтаж, сигнальный процессор, форм-фактор

CAD / CAE СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
A.V. Strogonov, A. Vinokurov, A.I. Strogonov, 

A. Arsentiev

DEVELOPMENT OF A MULTI-CYCLE RISC-V MICROPROCESSOR 
CORE FOR IMPLEMENTATION ON THE CYCLONE V FPGA BASIS

The article discusses the development of a multi-cycle RISC-V 

microprocessor core with a control machine created using State 

Machine Editor in the Altera Quartus II CAD system for subsequent 

implementation on the Cyclone V series FPGA basis.

Keywords: RISC-V architecture, Cyclone V FPGA, Altera Quartus II 

CAD, State Machine Editor

96

А.В. Строгонов, А. Винокуров, А.И. Строгонов, 

А. Арсентьев

РАЗРАБОТКА МНОГОТАКТНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 
ЯДРА RISC-V ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В БАЗИСЕ ПЛИС CYCLONE V
В статье рассматриваются вопросы разработки многотактного 

микропроцессорного ядра RISC-V с управляющим автоматом, 

созданным с помощью редактора конечных автоматов 

(State Machine Editor) в САПР Altera Quartus II для последующей 

реализации в базисе ПЛИС серии Cyclone V.

Ключевые слова: архитектура RISC-V, ПЛИС Cyclone V, САПР 

Altera Quartus II, редактор конечных автоматов
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INFORMATION 
AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

I. Korneev, Z. Kondrashov, A. Korneev, A. Kletsov

DEPLOYMENT OF A LOCAL NAVIGATION SYSTEM OUTSIDE 
THE PERIMETER OF THE RADIO NAVIGATION REFERENCE 
STATION NETWORK UNDER INTERFERENCE CONDITIONS

The article considers the provision of navigation for CONSUL system 

abonent, remote from the reference station within direct radio 

visibility, under the influence of an artificial interference source. A 

formula for the power of an interference source capable 

of suppressing a signal is derived.

Keywords: CONSUL system, local navigation system, reference 

station, interference source, calculator program

102
И. Корнеев, З. Кондрашов, А. Корнеев, А. Клецов

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 
ВНЕ ПЕРИМЕТРА СЕТИ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ ОПОРНЫХ 
СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМЕХ
Рассмотрено обеспечение навигации абонента системы 

КОНСУЛ, удаленного от РОС в пределах прямой 

радиовидимости, при воздействии источника искусственных 

помех. Выведена формула мощности источника помех, 

способных подавить сигнал.

Ключевые слова: система КОНСУЛ, ЛНС, РОС, 

источник помех, программа-калькулятор

MICROWAVE ELECTRONICS СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА
K. Dzhurinsky

FOREIGN VERTICAL RF CONNECTORS 
FOR SOLDERLESS PCB MOUNTING

The article analyzes the design features of vertical microwave 

compression connectors for surface mounting without soldering 

on printed circuit boards. The advantages and disadvantages of 

these connectors are shown. Vertical connectors from USA, Europe 

and Southeast Asia are considered.

Keywords: RF connectors, printed circuit boards, 

compression vertical connectors

106
К. Джуринский

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕЧАТНЫЕ 
ПЛАТЫ БЕЗ ПАЙКИ
Проанализированы особенности конструкции вертикальных 

компрессионных соединителей СВЧ-диапазона для 

поверхностного монтажа без пайки на печатные платы. 

Показаны преимущества и недостатки этих соединителей. 

Рассмотрены вертикальные соединители США, Европы 

и Юго-Восточной Азии.

Ключевые слова: радиочастотные соединители, печатные 

платы, компрессионные вертикальные соединители
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